
國科會工程處「前瞻研究驅動之設備研發計畫」構想書
	一、基本資料

	申請主題

	□
	次奈米矽基半導體
	□
	矽光耦合

	□
	非矽基半導體
	□
	其他

	研發類別（限擇一申請）

	□
	創新關鍵模組或次系統，每件計畫每年以2,500萬元為上限。

	□
	完整創新設備，每件計畫每年以 5,000萬元為上限。

	計畫主持人

	姓名
	職稱
	任職機關(含系所)

	
	
	

	共同主持人 (請以*標示主要共同主持人，至少3位，但不超過4位，非主要共同主持人則不限人數，倘欄位不足，請自行增列)

	姓名
	職稱
	任職機關(含系所)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計畫中文名稱
	

	計畫英文名稱
	

	全程執行期限
	自民國    年    月    日起至民國     年     月     日

	經費需求（元）
	第一年
	第二年

	
	
	

	計畫連絡人
	姓名：           電話：(公)              (行動)               

	電子郵件信箱
	


2、 構想書內容
構想書請以中文撰寫並包含下列要項內容：以10頁為限、邊界範圍上下左右各為 2cm、字型大小為12pt、Times New Roman字型、標準字元間距與單行間距為準（參考書目請勿超過20筆）
(1) 所開發之設備、次系統或模組擬支持前瞻研究之內容說明：
(2) 擬開發之設備、次系統或模組之功能、技術定位及核心技術：
(三) 擬開發設備設備、次系統或模組之必要性，包括技術缺口、設備之國內外現況及規格等。 

(四)研究團隊組織與整合：
(說明計畫團隊近五年在學術面或產業應用面之成果；與過往研究成果之差異性與進步性；是否涵蓋跨領域合作所需相關專長之學者或法人、合作企業等)
(五)預期效益：
(六)經費需求說明：(全程總經費及分年經費)
三、計畫主持人與共同主持人之個人資料、與本申請案相關之代表著作及獲得專利/技轉成果等（2頁為限）

附件(不計入頁數)：相關合作單位或配合廠商之合作意向書 (如有則可提供)
1

